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樹脂への写真パタン形成 

 フォトリソグラフィ、ドライエッチング及び熱インプリントを用いて、

写真解像度（数百 dpi）に相当する微細構造（凹凸）を樹脂に転写し、写

真パタンを樹脂表面に形成しました。 
 
 

【効果】 

図１はシリコンを型に用いて樹脂成形したものです。シリコン型は、印刷し

た写真イメージをマスクパタンに用いて、フォトリソグラフィ及び D-RIEによ

るドライエッチングで作成しました。顕微鏡観察より、μmオーダーの微細構造

（凹凸）が型に形成され、熱インプリント成形した樹脂にも同様のパタンが転

写されていることを確認しました。 

 

図１ シリコン型による成形 



図２は石英ガラスを型に用いたものです。シリコンの場合と同様に微細構造が転写

され、成形品に写真パタンを形成しました。 

 
 

図２ 石英ガラス型による成形 



【構成】 

図３は型の作製プロセスです。シリコン型は、スピンコートしたレジストに

写真のイメージを転写した後、そのレジストをマスクに用いた BOSCHプロセス

により作製しました。石英ガラス型は、はじめに基板上に金属薄膜を形成し、

フォトリソグラフィとウエットエッチングで写真パタンを形成した後、その金

属薄膜をマスクに用いたドライエッチングにより作製しました。 

 

 
 

図３ 型の作製プロセス 
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